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実用化が進むレーザー熱処理技術
江 嶋　 　亮　（えじま　りょう）�丸文株式会社　システム営業第 2本部　営業第 2部　レーザー加工課

要約　産業分野における加工用のレーザと言えば、CO2 レーザ、ファイバーレーザ、ディスクレーザが
広く知られているが、近年では高出力の半導体レーザを用いた加工が注目されており、半導体レーザの
優位性を最大限活かすことのできるレーザ焼入れ・レーザ肉盛などの熱処理用途においては、他のレー
ザを凌ぐ導入実績を誇る。また、レーザによる熱処理は他の従来工法と比べても低電力での加工を実現し、
その中でも半導体レーザは 50%を超える高効率を実現している。ここでは、半導体レーザを使い実用
化が進むレーザ熱処理技術について紹介する。

1．　はじめに

一般的に加工用に使われるレーザは、CO2 レーザ、
ファイバーレーザ、ディスクレーザがあり、その多く
は溶接・切断用途では広く利用されている。今回紹介
する半導体レーザは、溶接・切断には不向きと言われ
る一方で、焼入れや肉盛といった表面熱処理加工に対
して他を凌駕する性能を持っている。
半導体レーザは、エネルギー強度分布（下図）が非
常に均質であり、加工対象物に対して均等に入熱を加
えることができることから、樹脂溶着用途では既に非
常に多くの半導体レーザが使われている。
また、近年の半導体レーザ素子の飛躍的な技術革新
により、以前では考えられないほどの高出力化・高輝
度化を達成しており、金属に対するレーザ加工にも十
分な性能を得られるようになり、上述の特性を活かし
て表面改質に広く活用されるようになっている。

2．　独国 laserline 社

laserline 社は、独自の半導体レーザ集光技術、積層
技術により、優れたビーム品質、安定した加工品質を
実現する半導体レーザの専業メーカである。現在、
laserline 社が製造・販売している半導体レーザを直接
集光して加工に用いる開発は、ドイツのフラウンホー
ファー研究所を中心に 1990 年頃から進められ、出力
及びエネルギー密度の向上により、1997 年の製品化
以降、生産ラインへの導入が進み、樹脂溶着、レーザ
焼入れやレーザ肉盛などの表面改質用途において生産
現場に数多く導入されている。
半導体レーザの技術革新は、高出力化のみならず、
高効率化にも大きな革新をもたらしている。製造メー
カ各社が高出力化を図るのと同時に高効率化も図って
おり、現在ではレーザ発振器として 50% を超える効
率を達成し、他のレーザより優れた高効率で低ランニ
ングコストを実現している。この半導体レーザはこれ
から先、まだまだ高出力化・高輝度化の一途を辿るで
あろう。


